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MCU Wireless Multi-Protocollo per Case Piu
Intelligenti

Semplice, Sicuro, Robusto

Porta i tuoi progetti wireless multi-protocollo al livello successivo con la famiglia di microcontroller wireless
(MCU) PIC32CX-BZ2 e WBZ451.

Grazie a Bluetooth® Low Energy 5.2, ad un collaudato stack Zigbee® e ad una sicurezza leader del settore,
guesta famiglia & la soluzione completa per le case intelligenti.

Domotica a Portata di Mano
Accendi le luci del soggiorno, blocca una porta o controlla le persiane da remoto
Utilizza la funzionalita Bluetooth Low Energy per configurare una rete Zigbee che si controlla
dallo smartphone

Caratteristiche Salienti:
Moduli RF-ready, certificati per le normative globali che consentono di risparmiare tempo e denaro
Hardware arbiter per un funzionamento multi protocollo affidabile
SoC qualificati AEC-Q100 Grade 1 (125° C) per applicazioni robuste
Servizio gratuito di controllo della progettazione di riferimento e della progettazione wireless
Corso di formazione Building Blocks, una guida attraverso ogni fase dello sviluppo Bluetooth
Codice generato automaticamente con cui puoi iniziare la prototipazione in pochi —_—
secondi, con un semplice drag-and-drop .
Demo che ti guidano attraverso l'aggiunta di funzioni tattili, display, Wi-Fi e altro
alla tua applicazione.
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https://www.microchip.com/en-us/products/wireless-connectivity/bluetooth-low-energy/pic32cx-bz2-family?utm_source=firmware&utm_medium=digitaleditionad&utm_campaign=pic32cxchimera_eu&utm_content=wsg
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¢ Preventivo istantaneo online &
interfaccia web User-friendly PCBA chiavi in mano con fornitura di

* Tempi di consegna rapidi in 24 ore componenti
con Quality Guaranteed A partire da soli 30

» Crea prodotti esclusivi di fascia alta

nel modo pitl semplice Stencil e spedizione gratuita in tutto il mondo

« PCB professionali Flex/Rigid-Flex Soluzione one-stop per lo sviluppo del prodotto

« Nuovi colori di soldermask: Rosa, Grigio, Qualita e gestione on-time della supply chain

Il servizio include progetto del prodotto,

« Implementa in modo perfetto la tua idea con fornitura di componenti, fabbricazione,
diversi tipi di PCB assemblaggio, collaudo, packaging e
altri processi

Per maggiori informazioni: Email: Telefono:

www.PCBWay.com  service@pcbway.com  +86 (0571) 85317603
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Frmware2.0 EDITORIALE

ChatGPT domina l'Intelligenza
9 Artificiale conversazionale

ari lettori,

da oggi potete trovare online il nuovo numero di Firmware 2.0. Siamo ormai giunti al trentunesimo numero del

magazine e per questo vogliamo ringraziare tutti voi appassionati lettori che trovate nella rivista di Elettronica
Open Source un punto di riferimento informativo e formativo per la vostra professione, il vostro hobby, o semplicemente
la voglia di restare aggiornati sulle nuove tecnologie e gli attuali trend di mercato. A differenza della precedente
impostazione editoriale nella quale i contenuti venivano omogeneamente distribuiti nelle riviste Firmware (per il lato
professional) ed EOS-Book (per il lato makers), con Firmware 2.0 possiamo dire di aver raggiunto un progetto editoriale
organico e strutturato in modo da poter trovare all’interno di una stessa rivista e con un unico abbonamento annuale,
tutti gli argomenti che riguardano il mondo dell’elettronica, sviluppati attraverso un flusso continuo di articoli tecnici,
tutorial, progetti spiegati passo-passo, oltre a tante novita tecnologiche. Un risultato, questo, per raggiungere il quale
abbiamo dato un peso notevole ai preziosi feedback di voi lettori che costituite la grande community di Elettronica
Open Source. Di tecnologie emergenti parleremo anche in questo numero, che é focalizzato sullIntelligenza Attificiale,
declinata nelle sue varie forme. E’ notizia recente I'arrivo di ChatGPT, un modello per la generazione di linguaggio basato
sull'architettura di OpenAl e impiegato nella generazione di testo e nella comprensione ed elaborazione del linguaggio
naturale. ChatGPT si basa su una rete neurale che € stata precedentemente addestrata sulla base di una grande
quantita di testi, imparando a generare a sua volta testo in modo del tutto autonomo ed in grado anche di eseguire
traduzioni testuali. E’ sufficiente quindi rivolgere a ChatGPT una domanda per ottenere una sua risposta coerente e
pertinente con le informazioni apprese dai dati linguistici di addestramento. [ riflettori dell'interesse collettivo sono ora
tutti puntati sulla nuova soluzione di OpenAl, viste le sue interessanti funzionalita che superano di gran lunga quelle
fornite dai comuni motori di ricerca. Il fatto che ChatGPT possa gestire una grande mole di informazioni rende bene
l'idea del cambiamento radicale che sta avwenendo all'interno dell'ecosistema della scienza dei dati. Nell’arco di un
decennio, siamo infatti passati dall’era dei dati, o meglio, dei big data, all’era dell’analisi dei dati, ovvero l'era degli
algoritmi e di tutti gli strumenti avanzati di IA che possono offrire un contributo importante nell’'estrazione di informazioni
preziose dai dati e dalla loro elaborazione, nonché dal modo in cui questi possono essere sfruttati. Non solo, mentre
I'automazione industriale ha consentito di sostituire nelle fabbriche il lavoro umano ripetitivo rivoluzionando gli impianti
produttivi di ultima generazione, con questi nuovi sistemi di Intelligenza Artificiale, ad essere oggetto di automazione
& proprio la capacita creativa umana e le funzionalita del cervello. E, se é vero che l'Intelligenza Artificiale ha gia
un impatto significativo in molti settori, & altrettanto opportuno sempre e comunque valutare la fattibilita di una nuova
tecnologia sulla base dei benefici apportati all'umanita. Tanti di noi si staranno chiedendo quale sara I'impatto che avra
ChatGPT sull'Intelligenza Atrtificiale del futuro e in che modo pué cambiare anche le nostre attivita lavorative, la nostra
vita quotidiana e le nostre abitudini. Rispondere a questa domanda credo sia ancora prematuro poiché l'innovazione, si
sa, riserva sempre tante somprese inimmaginabili nei momenti pit impensabili. ChatGPT sta cambiando le dinamiche
sui motori di ricerca e puo realmente modificare le competenze necessarie nel mondo del lavoro cambiando il
futuro delle comunicazioni. Cosa si prospetta per la societa del domani? Quali i possibili effetti a lungo termine?

Buona lettura!
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CHATGPT: LARIVOLUZIONE NEL
MONDO DEI CHATBOT

ChatGPT sta per Chat Generative Pre-trained Transformer. Si tratta di un modello linguistico basato

di Andrea Garrapa

sull'lntelligenza Artificiale sviluppato da OpenAl, la stessa organizzazione di ricerca sull'lntelligenza

Artificiale, che ha creato DALL-E e tante altre applicazioni. Nella sostanza, ChatGPT é un prototipo di chatbot

basato sull'intelligenza Artificiale e specializzato nella conversazione con un utente umano tramite testo

scritto. In questo articolo andremo ad analizzare le caratteristiche di questo nuovo chatbot dalle immense

potenzialita.

INTRODUZIONE

| modello alla base di ChatGPT & stato addestrato su

un'enorme quantita di dati di testo per generare rispo-

ste, agli input di testo in linguaggio naturale, simili a
quelle umane. ChatGPT ha molti potenziali usi, inclusi
chatbot, assistenti virtuali e altre applicazioni che richie-
dono un'elevata capacita di elaborazione del linguaggio
naturale. Chiunque potra utilizzare ChatGPT integrando-
lo nelle proprie app o utilizzando una delle tante piatta-
forme chatbot predefinite che incorporano la tecnologia.
Ad esempio, un'azienda potrebbe utilizzare ChatGPT per
abilitare un agente virtuale del servizio clienti sul proprio
sito Web o un individuo potrebbe utilizzare una piattafor-
ma chatbot per creare un assistente personale in grado di
rispondere a domande ed eseguire determinate attivita.

APPLICAZIONI
Alcuni potenziali casi d'uso per ChatGPT sono:

* Agenti virtuali del servizio clienti: le aziende
potrebbero utilizzare ChatGPT per potenziare gli
agenti virtuali in grado di rispondere alle domande
dei clienti e aiutarli a risolvere i problemi. Questi
agenti potrebbero essere integrati in siti web, app
mobile o altre piattaforme, fornendo ai clienti un
modo conveniente per ottenere le informazioni di
cui hanno bisogno.

» Assistenti personali: le persone potrebbero uti-
lizzare ChatGPT per creare assistenti personali in
grado di rispondere a domande, pianificare appun-
tamenti ed eseguire altre attivita. Questi assistenti
potrebbero essere integrati in app mobile o ac-
cessibili tramite piattaforme vocali come Amazon
Alexa o Google Assistant.

* Moderazione dei social media: ChatGPT po-
trebbe essere utilizzato per aiutare a moderare le

comunita online rilevando e segnalando automati-
camente i contenuti tossici o inappropriati.

*  Traduzione linguistica: ChatGPT potrebbe esse-
re utilizzato per aiutare a migliorare I'accuratezza
dei sistemi di traduzione automatica, consentendo
alle persone di comunicare pit facilmente attraver-
so le lingue.

ESEMPI
Sulla pagina ufficiale di presentazione del progetto, che si
puo trovare al seguente link:

https://fopenai.com/blog/chatgpt/

ci sono alcuni esempi dimostrativi con cui & stato testato
I'algoritmo. Questi test mettono in luce fin da subito le stra-
ordinarie capacita di questa tecnologia. Nel primo esem-
pio, un utente pone a ChatGPT una domanda in inglese,
di seguito tradotta:

"Questo codice non funziona come dovrebbe - come
posso aggiustarlo?"

L'utente fornisce quindi, in input, un blocco di codice in
linguaggio di programmazione Python. A questo punto, il
chatbot risponde nel modo seguente:

"E difficile dire cosa c'& che non va nel codice senza mag-
giore contesto. Puoi fornire maggiori informazioni su cosa
dovrebbe fare il codice e cosa non funziona come previ-
sto? Inoltre, questo & l'intero codice o solo una parte di
esso?"

Il dialogo tra i due prosegue e alla fine il chatbot fornisce
una possibile soluzione. In un altro esempio, I'utente pone

[ Firmware 2.0-7)
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Apacer Unveils High-tech Products and Technologies

CorePower Technology

Apacer's CorePower is a hardware-based technology
designed to prevent data loss and ensure the stability of
data transmission during a power outage. CorePower
equips SSDs with electrolytic capacitors and an IC
detector that can deliver urgent power current so that
the flash controller can take this extended moment to
flush cached data and essential metadata into NAND
Flash blocks.
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» Capacitors start backup power supply.
« Detect IC informs controller to move all
the cached data into NAND.
« Itis applied in BiCS5 3D TLC SSD
Series - 2.5"/M.2 2280/CFast.



https://industrial.apacer.com/en-ww/NEWS/Apacer-at-embedded-world-2023-Hall-1,-Booth-439-Cutting-edge-technology-for-the-most-reliable-SSD-and-DRAM-solutions-for-industries

APACER ALLEMBEDDED WORLD
2023: PADIGLIONE 1, STAND 439 -
TECNOLOGIA ALLAVANGUARDIA
PER LE SOLUZIONI SSD E DRAM
PIU AFFIDABILI PER LE INDUSTRIE

di Apacer

All'embedded world 2023 (14-16 Marzo, Norimberga, Germania) Apacer presentera le sue ultime soluzioni di

memoria industriale e le sue tecnologie all'avanguardia all'interno del Padiglione 1, Stand 439. Le soluzioni

soddisfano anche le richieste delle applicazioni pitu esigenti nei mercati dell'automazione industriale, dei

trasporti e dell'aerospaziale.

n punto chiave allo stand di Apacer & la nuova ge-
U nerazione di memorie per server DDR5 RDIMM

con una velocita di trasferimento fino a 4800 MT/s.
Supporta completamente tutte le applicazioni Al ed edge
di nuova generazione con un extra in termini di prestazio-
ni, capacita, efficienza energetica e affidabilita. 1l suo cir-
cuito integrato di gestione dell'alimentazione (Power Ma-
nagement IC, PMIC) a 12 V sulla DIMM controlla in modo
efficiente il carico di alimentazione del sistema, i sensori
termici integrati prevengono il surriscaldamento, il mecca-
nismo di correzione degli errori ECC on-die migliora I'affi-
dabilita e un registro aggiuntivo migliora notevolmente la
stabilita complessiva del sistema.
Una novita é la serie di SSD SV25T Transformed. Adot-
tando il connettore brevettato di Apacer, che combina I'S-
SD M.2 2242 e moduli funzionali a valore aggiunto in un
SSD M.2 2280, offre un'enorme flessibilita e scalabilita del
prodotto. Cid che riduce notevolmente i tempi di progetta-
zione, nonché i rischi e i costi.
Apacer presentera anche nuove aggiunte alla serie di
SSDBICS5 3D TLC a 112 layer:

* L'unita flash USB con connettore Type-C
(UV110-UFD7) & compatibile con le piu recenti
specifiche USB: USB 3.2 Gen1 Super Speed. Of-
fre una velocita di trasferimento massima di 5 Gb/s
e prestazioni eccezionali fino a 270 MB/s mentre
funziona con un consumo energetico minimo.

* La microSD da 256 GB (CV120-MSD) offre un'e-
levata affidabilita grazie all'algoritmo ECC avan-
zato integrato, un livellamento dell'usura globale,
una gestione bad-block della flash e la gestione

18-Firmware 2.0 )

delle interruzioni dell'alimentazione, nonché Sup-
porto S.M.A.R.T. e SMART Read Refresh™,

* L'unita SSD PV140-25 da 2,5" & progettata con
dimensioni meccaniche U.2, fornendo piena con-
formita con linterfaccia PCle Gen3x4 e le speci-
fiche NVMe 1.3. Con un'elevata capacita fino a
7.680 GB, I'unita SSD ¢ la scelta ideale per appli-
cazioni embedded robuste.

Gli ultimi progressi tecnologici di Apacer che saranno
presentati all'embedded world 2023 includono:

* CoreSnapshot 2 per il backup e il ripristino sen-
za reinstallazione verra eseguito su una demo
live. La tecnologia brevettata CoreSnapshot ese-
gue il backup e il ripristino in un solo secondo. Pué
essere utilizzato pit volte, quindi non & necessario
reinstallare il sistema operativo (OS). Pertanto, mi-
gliora notevolmente il tasso di utilizzo del sistema
e riduce la frequenza e i costi di manutenzione
dell'invio di manodopera. CoreSnapshot 2 & appli-
cato nella serie Cloud SSD di Apacer (SV25C) e
integrato nelle piattaforme di Advantech e Allxon,
rendendo il ripristino di emergenza piu facile che
mai. Poiché la tecnologia CoreSnapshot ha vinto
il Taiwan Excellence Award 2022, sara presentata
anche al Taiwan Excellence Booth (Hall 2-220).

» CorePower impedisce la perdita di dati a causa
di impreviste interruzioni di corrente. Un circu-
ito integrato di rilevamento rileva immediatamente
l'errore e si assicura che tutti i dati memorizzati
nella cache, nonché i metadati essenziali, venga-
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112-layer (MCSS 3D TLC S50 Serves DORS Memory Modules

no scritti nella NAND flash. L'alimentazione & for-
nita da condensatori elettrolitici, di cui sono dotati
gli SSD. Questa tecnologia & applicata nella serie
di SSD BiCS5 3D TLC (SV24P e SV25P) inclusi i
fattori di forma da 2,5", M.2 2280 e CFast.

Embedded World 2023

Exhibition Dates: 14-16 Marzo 2023

Booth:

Apacer at Hall 1, No. 439, Nuremberg Exhibition
Centre

Taiwan Excellence at Hall 2, No. 220, Nuremberg
Exhibition Centre

Website:
tors-products

https:/iwww.embedded-world.de/en/exhibi-

INFORMAZIONI SU APACER

Fondata nel 1997, Apacer (TWSE:8271) & un marchio glo-
bale leader nello storage digitale con capacita complete di
ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e marketing.
Con anni di tecnologia di archiviazione digitale brevetta-
ta e una profonda esperienza di successo nella ricerca e
sviluppo, Apacer offre una gamma competitiva di prodotti

Numberg, Gemmany eSS
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e servizi personalizzati. Le nostre linee di prodotti sono
diversificate e coprono soluzioni per moduli di memoria,
SSD industriali, prodotti di consumo per il digital stora-
ge e applicazioni integrate Internet of Things. Apacer si
dedica allimplementazione del nostro valore fondamentale
"Becoming Better Partners": manteniamo le nostre pro-
messe, ci impegniamo per il miglioramento costante e svi-
luppiamo soluzioni reciprocamente vantaggiose per noi e
per i nostri clienti.

Creiamo continuamente soluzioni di archiviazione inno-
vative e diversificate e servizi di integrazione hardware/
software per vari settori. Ci sforziamo di diventare un par-
tner migliore nell'ecosistema industriale e offrire vantaggi
sostanziali a tutti gli stakeholders.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di storage di
Apacer visitare il sito web: https://industrial.apacer.
com/en-ww

L'autore & a disposizione nei commenti per eventuali
approfondimenti sul tema dell’Articolo. Di seguito il link per accedere
direttamente all’articolo sul Blog e partecipare alla discussione:

https:/fit.emcelettronica.com/apacer-allembedded-world-
2023-padiglione-1-stand-439-tecnologia-allavanguardia-
per-le-soluzioni-ssd-e-dram-piu-affidabili-per-le-industrie
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PROGETTIAMO CON LA STAMPA
3D UNA LAMPADA PER

SAN VALENTINO

di Daniele Valanzuolo

Tra gli elementi fondamentali nella realizzazione dei nostri progetti da makers o professionisti non rientrano

soltanto le soluzioni hardware o il software da sviluppare, ma ricoprono un ruolo fondamentale anche i

concetti di design del prodotto finito, vale a dire la progettazione meccanica dell’involucro della nostra

elettronica. In questo articolo andremo ad approfondire le fasi principali che bisogna affrontare nella

progettazione di una meccanica per l'elettronica con un particolare focus per quanto riguarda le tecnologie

di stampa 3D ed i servizi ad essa associati. A supporto delle fasi progetteremo una lampada con la scritta

LOVE in tema San Valentino.

INTRODUZIONE

on l'avvento della stampa 3D alla portata di tut-

ti, professionisti e makers, la realizzazione di box

per l'elettronica & diventata pill immediata e dal
costo accessibile. Dunque, anche i makers possono ci-
mentarsi nella realizzazione di cabinet per I'elettronica
dalle forme piu disparate. In realta, quando si parla di ca-
binet per I'elettronica non & detto che la stampa 3D sia la
migliore o I'unica soluzione. Esistono innumerevoli lavora-
zioni che possono essere pil adatte all’'applicazione utiliz-
zando materiali diversi come metalli o altro. Al contempo,
la semplicita e velocita di realizzazione della stampa
3D consente una piu rapida realizzazione a costi mol-
to contenuti. Cio si traduce in un tempo di realizzazione
del concept design pil contenuto e una riduzione del ti-
me-to-market.

PROCESSI DI COSTRUZIONE DELLE PARTI
MECCANICHE

| processi di costruzione delle parti meccaniche si divido-
no principalmente in:

*  Processi sottrattivi: lo sono ad esempio le lavo-
razioni CNC con tomi e frese che, partendo da un
blocco del materiale prescelto, rimuovono il mate-
riale fino ad ottenere I'oggetto desiderato.

* Piegatura di laminati: attraverso il taglio (laser o
tranciatura) e la piegatura di sottili laminati si ot-
tengono forme meccaniche. Rispetto ai processi
sottrattivi risultano piti economici e semplici.

*  Processi additivi come le stampanti 3D che co-
struiscono le parti meccaniche layer dopo layer.

* Processi di stampaggio: consentono la produ-
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zione di parti meccaniche a partire da uno stampo
realizzato opportunamente al tipo di materiale e
lavorazione da eseguire. Risulta un processo mol-
to economico per produzione in serie di plastiche,
elementi metallici o in gomma, ma presenta limi-
tazione nelle tipologie di forme realizzabili e com-
plessita e costo nella realizzazione degli stampi.

Tra tutti i processi di costruzione delle parti meccaniche
avremo sicuramente che le stampanti 3D tradizionali rico-
prono un ruolo fondamentale nella produzione di piccole
serie o prototipazioni. Queste, lavorando attraverso un
processo di “stampa” di singoli strati che rappresentano
una sottile sezione orizzontale dell’'oggetto che vogliamo
realizzare, consentono la realizzazione di parti meccani-
che in breve tempo e senza creare materiale di scarto. Gli
altri processi di lavorazione come le frese CNC o i torni
lavorano invece con un tradizionale processo sottrattivo,
rimuovendo di fatto i materiali da un pezzo piu grande per
ottenere I'oggetto finito, creando dunque anche molto ma-
teriale di scarto. Questi processi sono necessari quando
bisogna creare parti meccaniche robuste o di alta preci-
sione. Per quanto conceme la stampa 3D, esistono diver-
se tecnologie in commercio che sfruttano principi diversi
ed ovviamente materiali diversi. La giusta combinazione
tra tecnologia e materiale di stampa consente di ottenere
caratteristiche e finiture adatte al proprio progetto, ovvia-
mente con un impatto sul costo complessivo di realizza-
zione delle parti meccaniche. Andiamo ad osservare le

principali tecnologie di stampa:
*  Fused Deposition Modeling (FDM) & il piu co-
mune processo di stampa 3D a basso costo che



Cattura Figura 2: Sviluppo 3D delle parti meccaniche realizzato in AutoCAD

praticamente tutti conosciamo. Funziona in manie-
ra molto simile alle stampanti a getto di inchiostro
ma, anziché le testine, abbiamo a disposizione un
estrusore che scioglie un filamento utilizzato per la

stampa. Il filamento pud essere di diverse tipologie
di materiale e tra i pil comuni troviamo ABS, PLA,
Policarbonato, PET, ASA e tanto altro. Ogni mate-
riale presenta caratteristiche meccaniche e fisiche
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differenti e si presta per particolari applicazioni.
Nella progettazione makers in genere si utilizza il
PLA o in alternativa 'ABS.

» Stereolithography (SLA) & la stampa stereolito-
grafica che utilizza come materiale di stampa le
resine. Si & diffusa molto grazie alle elevate qualita
degli oggetti che si realizzano ottenendo di fatto
superfici lisce ed oggetti realizzati con alta preci-
sione. Sono utilizzate le resine in quanto il proces-
so di stampa richiede materiali che polimerizzano
con la luce (a determinate lunghezze d'onda). lI
processo di stampa per stereolitografia consente
di ottenere elevate risoluzioni e precisione di rea-
lizzazione delle parti meccaniche.

» Selective Laser Melting (SLM) consente di rea-
lizzare parti meccaniche in metallo attraverso un
processo di fusione delle polveri metalliche. Con
questo processo di stampa si possono realizzare
oggetti in alluminio, rame, acciaio e via dicendo.
Un processo duale ¢ il Selective Laser Sintering
(SLS) che utilizza polveri di materiali polimerici
termoplastici anziché metallici. Di fatto, i processi
SLM sono largamente usati per la prototipazione
mentre i processi SLS sono meno diffusi in quanto
viene utilizzata la tecnologia di stampa SLA che
abbiamo osservato in precedenza.

*  Multi Jet Fusion (MJF) & una tipologia di stampa
3D che si applica a materiali come il nylon. Duran-
te il processo viene utilizzata una polvere del ma-
teriale di stampa e vengono aggiunti ad ogni layer
due materiali che consentono il primo la fusione e
il secondo la definizione di dettaglio dei contorni
del layer. Il vantaggio della tecnologia MJF & I'as-
senza delle strutture di supporto che invece sono
necessarie in processi come FDM.

Esistono anche altre innumerevoli tecnologie di stampa
3D che non andiamo a trattare nel dettaglio in questo
articolo, come Digital Light Processing (DLP), Electronic
Beam Melting (EBM) e Laminated Object Manufacturing
(LOM).

PROGETTARE LA LAMPADA IN 5 SEMPLICI
PASSI

Passiamo ora alla progettazione di una lampada a tema
San Valentino basata sulla scheda Adafruit Circuit Play-
ground Classic. Questo progetto molto semplice vuole
essere solo di esempio per mettere a fuoco le principali
fasi di progettazione della meccanica per realizzare l'invo-
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lucro, tralasciando o meglio semplificando al massimo, la
parte di progettazione con la scheda Circuit Playground.

FASE 1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI
Prima di tutto, per ottenere un successo con la progetta-
zione del nostro contenitore, dobbiamo pensare e definire
quali siano i requisiti del nostro prodotto. Tramite questa
analisi dei requisiti raccoglieremo tutte le informazioni che
ci consentiranno di definire i reali obiettivi che non dobbia-
mo tralasciare durante |la progettazione delle parti mecca-
niche. In questo modo ci sara possibile ridurre al minimo
eventuali errori di progettazione o progettare oggetti dal
costo elevato non giustificato con I'applicazione.
La definizione dei requisiti dell'involucro pud includere:
* Forma e tipologia
» Caratteristiche meccaniche da cui materiale e
peso
*  Gradi di protezione (ad esempio il grado di prote-
zione IP per polveri e acqua in funzione dell’appli-
cazione)
*  Quantitativo di produzione
+ Tecniche di costruzione in funzione delle caratteri-
stiche meccaniche e delle tolleranze richieste

Nel nostro progetto di esempio faremo ricorso ad
una semplice stampa di tipo FDM (Fused Deposition
Modeling).

FASE 2. DESIGN DELLINVOLUCRO

Il design dell'involucro parte dallimpronta che si vuole
dare al proprio progetto. In genere, per applicazioni come
quella dell’elettronica makers (intendiamo schede come
Arduino, Raspberry Pi e via dicendo) un involucro sara
sempre realizzato da due parti: una parte detta “bottom”
che accoglie I'elettronica e una parte detta “top” che fun-
ge da coperchio. Per il nostro progetto non & molto di-
verso: ho suddiviso l'involucro in una parte bottom e una
top (vedi Figura 1). La parte bottom accogliera la scheda
Adafruit Circuit Playground Classic mentre la parte top
andra a coprirla. Il design segue la forma della Circu-
it Playground e dunque sara a forma rotonda. Il top
presentera una scritta LOVE e delle aperture che an-
dremo successivamente a chiudere con un foglio pa-
tinato che funge da elemento diffondente della luce
dei LED. Con l'utilizzo di AutoCAD ho realizzato i disegni
2D delle parti meccaniche che intendo progettare (Figura
1) e attraverso i comandi per lavorare in 3D ho prodotto
gli assiemi tridimensionali riportati in Figura 2 da cui ho
successivamente generato i file con estensione ".stl" per
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Figura 8: Abbattimento costi di oggetti in Alluminio per produzioni superiori alle 10 unita

[ Firmwoare 2.0-29)




Figura 10: La scheda alloggiata nella parte meccanica bottom

la prototipazione con i sistemi di stampa 3D. .
FASE 3. INTEGRAZIONE MECCANICA .
La fase di integrazione meccanica consente di compren-

dere la compatibilita tra le componenti meccaniche realiz- .

zate e le altre parti del progetto, nel nostro caso la sche-

B80-Firmware 2.0 )

da elettronica. Per la semplicita di
questa scheda e 'unica interfaccia
disponibile (la porta micro USB)
comprendiamo bene che la fase
di integrazione meccanica & mol-
to semplice. Durante questa fase,
oltre a vedere la compatibilita di-
mensionale, andremo a definire
eventuali perfezionamenti della
meccanica come fori di aper-
tura o fori di fissaggio. Nel no-
stro caso, ho utilizzato per fissare
la scheda i fori predisposti nelle
pads di alimentazione della Circuit
Playground mentre il coperchio si
blocchera con un sistema ad inca-
stro nelle stesse pads. Infine, ho
previsto I'apertura per inserire |l
connettore micro-USB. In progetti
pit complessi questa & la fase per
definire eventuali supporti e valutare come
irrigidire le strutture delle meccaniche sen-
za aggiungere troppo peso, che si tradur-
rebbe di fatto in un costo economico. L'in-
cremento di robustezza in genere si ottiene
attraverso strutture e nervature che incre-
mentano le caratteristiche meccaniche del
layout progettato.

FASE 4. REALIZZAZIONE DEL
PROTOTIPO

Passiamo dunque alla realizzazione del
prototipo, ossia la produzione tramite stam-
pa 3D. Per poter sviluppare un'idea com-
parativa dei costi di produzione riporto la
simulazione di realizzazione di queste due
parti (di cui ho generato i file con estensio-
ne .stl) forita dal servizio di "instant quote"
per prototipazione di PCBWay in modo
tale da confrontare i costi di produzione in
funzione della tecnologia.

Ho provveduto a fare le simulazioni per le
seguenti configurazioni:

Materiale PLA con tecnica FDM (riportato in
Figura 3)

Materiale ABS con tecnica FDM (riportato in
Figura 4)

Materiale Alluminio con tecnica SLM (riportato in
Figura 5)



Figura 11: La nostra lampada assemblata ed in funzione

* Materiale Resina con tecnica SLA (riportato in
Figura 6)

Dalle simulazioni effettuate riscontriamo come, per la pro-
duzione di singole unita, il costo della stampa in alluminio
tramite tecnica SLM & il pil elevato mentre la stampa in
resina (processo SLA) risulta la pitl economica. Questi ri-
sultati non ci devono sorprendere in quanto lavorare con
I'alluminio richiede attrezzature pill complesse, materiale
pit costoso e maggiore energia. Lavorare con la resina
risulta molto economico anche rispetto alle stampe FDM
con materiali quali ABS e PLA che sono tra i pitl comuni.
In realta, notiamo che facendo una simulazione per
maggior quantita degli stessi oggetti otteniamo una
riduzione dei costi. Ad esempio, sempre utilizzando il si-
mulatore di PCBWay otteniamo una riduzione da 19.90%
a pezzo a 2.49$ al pezzo per il PLA (vedi Figura 7) e una
riduzione da 37.34% a 10.12$ (vedi Figura 8) al pezzo
per l'alluminio. Questo, semplicemente passando da 1 a
10 pezzi, cio significa che il costo per il singolo pezzo in-
clude una sostanziale voce di costo fisso che pud esse-
re ammortizzata solo dopo le 10 unita prodotte. Questo
inconveniente non & presente con il processo di stampa
con la resina in quanto presentera maggior affidabilita e
ripetibilita della produzione.

FASE 5. ASSEMBLAGGIO E RIFINITURA

L'ultima fase risulta essere quella dell'assemblaggio e
della rifinitura, ossia aggiungere tutte le parti ed allestire
il prodotto finale. In questa fase & fondamentale valutare
eventuali criticitad o debolezze del progetto che possono

manifestarsi se intendiamo produrre I'oggetto su vasta
scala. Infatti, per produzioni su vasta scala, caratteristi-
che come la movimentazione delle parti, le fasi in assem-
blaggio oppure semplicemente le tolleranze di produzione
possono portare ad un risultato rovinoso. Di seguito, ripor-
to le foto della produzione del prototipo attraverso tecnica
FDM con materiale PLA bianco (Figura 9). In Figura 10
e riportata l'integrazione meccanica tra la scheda Adafruit
e la parte bottom mentre in Figura 11 potete osservare
l'oggetto completamente assemblato ed in funzione.

CONCLUSIONI

Per i professionisti la scelta dell’'assieme meccanico che
racchiudera l'elettronica del proprio progetto & molto va-
riegata e complessa in quanto sono disponibili moltissime
soluzioni “standard” tra le quali cabinet, box per I'elettro-
nica e tanti altri prodotti. Tuttavia, & pur vero che sempre
pit spesso bisogna progettare delle forme meccaniche ad
hoc per garantire al prodotto un maggior comfort nell’uti-
lizzo e un design pit accattivante che lo distingua dagli
altri. Con l'arrivo sul mercato di sistemi di stampa 3D sia
i makers che i professionisti hanno avuto modo di cimen-
tarsi nella prototipazione rapida anche delle parti mecca-
niche ottenendo risultati piti che soddisfacenti.

L'autore & a disposizione nei commenti per eventuali
approfondimenti sul tema dell’Articolo. Di seguito il link per accedere
direttamente all’articolo sul Blog e partecipare alla discussione:

https://it.emcelettronica.com/progettiamo-con-la-
stampa-3d-una-lampada-per-san-valentino
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CORSO DI ELETTRONICA PER
RAGAZZI - PUNTATAS

di Fulvio De Santis

Nella precedente puntata “Corso di Elettronica per ragazzi - Puntata 4” abbiamo parlato della RESISTENZA
ELETTRICA, RESISTIVITA', CONDUTTANZA, CONDUTTIVITA’ e del RESISTORE. Abbiamo visto alcuni simboli
elettrici che vedremo spesso nei circuiti elettronici che descriveremo e realizzeremo in pratica, poi abbiamo
introdotto il CIRCUITO ELETTRICO e la LEGGE di OHM. Con questa puntata, inizieremo la parte pratica del

corso di elettronica realizzando il primo CIRCUITO ELETTRICO, un semplice circuito composto da un Gene-

ratore elettrico e un resistore, di cui misureremo le grandezze elettriche di tensione e corrente durante il

funzionamento. Uniremo cosi la teoria dei circuiti alla pratica con un’esercitazione di laboratorio attraverso

la quale impareremo a fare misure di corrente, di tensione e di resistenza con il multimetro digitale.

INTRODUZIONE - IL MULTIMETRO DIGITALE
rima di iniziare le esercitazioni di laboratorio & mol-
to importante sapere che cos’é un multimetro digi-
tale, di quali funzioni di misura dispone e come si

usa. Gli strumenti di misura sono necessari per control-

lare lo stato dei dispositivi elettronici. In particolare, i mul-
timetri digitali sono consigliati quando & necessario misu-
rare con precisione i parametri elettrici di un dispositivo
elettronico. Ma cosa sono i multimetri digitali? Come
si differenziano dai tester analogici? | multimetri digitali
sono strumenti di misura in grado di misurare grandez-
ze elettriche come la tensione, corrente, resistenza di un
resistore, capacita di un condensatore, ma anche la tem-
peratura ed altro. | valori misurati vengono visualizzati su
un display digitale, consentendone una lettura semplice

e diretta, anche da chi & alle prime armi. Alcuni multime-

tri digitali selezionano automaticamente il range di misu-

ra eliminando la necessita di sceglielo manualmente. Di

conseguenza, questi strumenti sono relativamente facili

da usare. La Figura 1 mostra un modello di un comune
multimetro digitale.

Naturalmente, i tester analogici, che non hanno un display

ma una scala graduata la cui lettura viene indicata dalla

posizione di un ago mobile, offrono anche dei vantaggi
rispetto ai multimetri digitali; ad esempio, in termini di faci-
lita con cui & possibile interpretare le variazioni del valore
misurato durante la misurazione, e la facilita intuitiva con
cui & possibile visualizzare un ago in situazioni in cui una
lettura digitale potrebbe essere difficile da vedere. Poiché
sia i multimetri digitali che i tester analogici presentano
vantaggi, si pud scegliere lo strumento pit adatto all'ap-
plicazione di cui si desidera effettuare misure. In Figura 2

& |
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Figura 2: Tester analogico Supertester ICE 680 G
(https./ivww. zetabishop.it)
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Figura 3: Un multimetro digitale da banco
(https./it.farnell.com/)

METER® picImAL MULTIMETER

Misura in Ohm Misura in

Tensione Continua

si riferisce alla capacita degli strumenti di impostare una
risoluzione pitl elevata perché iloro display digitali posso-
no visualizzare piu cifre. Poiché i tester analogici indicano
i valori con un ago, esiste la possibilitd che la persona
che utilizza lo strumento commetta un errore di lettura del
valore, ad esempio per un errore di parallasse. | multimetri
digitali hanno il vantaggio di essere meno suscettibili agli
errori di lettura poiché utilizzano un display digitale. Molti
ritengono che il display digitale di facile lettura sia prefe-
ribile alla lettura sulla scala graduata del tester analogico
poiché pud verificarsi un errore umano indipendentemen-
te dall'attenzione prestata.

TIPOLOGIE DI MULTIMETRI DIGITALI

| multimetri digitali possono essere classificati in palmari,
come quello mostrato in Figura 1, da banco e per numero
di cifre visualizzabili sul display che possono essere a 3
cifre e fino a 7 cifre e 1/2. | modelli palmari, o portatili,
sono caratterizzati da un design compatto in modo che
possano essere tenuti in mano durante l'uso. Dal momen-
to che sono facili da trasportare, possono essere utilizzati
in una varieta di applicazioni, dai laboratori al campo. Solo
perché sono compatti non significa che manchino di fun-
zionalita. Sono disponibili modelli di fascia alta, quindi si
puo scegliere lo strumento adatto alla particolare applica-
zione. | modelli palmari sono disponibili in una varieta di
forme, comprese le varieta compatte a forma di scheda
e a forma di penna. Al contrario, i multimetri digitali da
banco sono progettati per essere posizionati su un piano,
appunto come un banco, durante l'uso. In Figura 3 un

QUELLO CHE HAI LETTO E' UN ESTRATTO, L'ARTICOLO
COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI

AD ELETTRONICA OPEN SOURGCE.

PERCHE' ABBONARSI A PLATINUM 2.0?

UN ANNo oI FIRMWARE 2.0
TUTTI GLI ARTICOLI TECNICI riservan
CONTEST £ PROMOZIONI miservan

R VOGLIO ABBONARMI


https://it.emcelettronica.com/abbonati-ora?ref=menu

ACADEMY

SEI UN MAKER
O UN HOBBISTA

CON | CORSI MAKERS ACADEMY PUOI
MIGLIORARE LE TUE COMPETENZE
ELETTRONICHE O ACQUISIRLE ANCHE
PARTENDO DA ZERO

MAKERS

["\CADEMY

| SCOPRI | CORSI! @@


https://eos-academy.mykajabi.com/makers-academy

+140.000 pwwe

REGISTERED USERS EMBEDDED
7 } 4 1 4 e ey COMMUNITY

830.610 2020 annuaL visitors INTTALY

SOCIAL CONNECTIONS

f +33.000

COMPANIES/CONSULTANTS |
53 % m +23.000

ACADEMICS/STUDENTS
25 o/ 0 @El'ertronica Open Sourc

MAKERS/HOBBYISTS
22 %

(@ Elettronica Open Source
N’


https://it.emcelettronica.com/

	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0001
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0002
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0003
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0004
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0005
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0006
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0007
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0008
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0009
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0010
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0011
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0012
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0013
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0014
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0015
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0016
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0017
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0018
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0019
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0020
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0021
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0022
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0023
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0024
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0025
	Firmware 2.0 - Marzo 2023 #31 (ESTRATTO)_page-0026



